
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本装置はレーザープローブ方

式により完全非接触にて高精

度、全自動測定を実現したシス

テムで、これから更に大面積、

高密度化が要求される光素子や

半導体製品の開発、品質管理に

貢献します。 
――― 測定応用例 ――― 
○ 非球面レンズ、金型の形

状、粗さ評価 
○ マイクロレンズの曲率、   

ピッチ測定 

○ 液晶導光板の形状、ピッチ  
○ ウェハパターンの寸法測定  
○ 表面のキズ、欠陥検査  

○ ＭＥＭＳ関連 

超精密非接触三次元測定装置 NH-3SP 
高さ測定レンジ１０ｍｍ、分解能１ｎｍを達成！ 

 

三鷹光器株式会社 

測  定  例 

非球面レンズの形状評価  ダイヤモンドバイトのツールマーク  

幅：1.5μｍ 高さ：0.015μｍ  

 無電解Ni メッキﾏｲｸﾛﾚﾝｽﾞｱﾚｲ成形型 

 

X方向幅 :   1=170.13    2=169.70    3=170.07   (μm) 
Z方向幅 :   4= 4.48        5= 4.50        6= 4.51 （μm） 
傾き  :   7= 1.5084    8= 1.5190    9=  1.5190（度） 
              

液晶導光板の断面形状  

設計値との誤差計測結果 
PV:1.67μｍ RMS：0.31μｍ 



 

※その他詳細については別途お打ち合わせの上決定させていただきます。また上記仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 

 
○ ＸＹステージ 
測定範囲 X,Y:150mm 
最小送り量 0.02μm/step 
送り再現性 ±2μm 
最高速度 20mm/sec 
測長ユニット リニアスケール 
分解能 0.01μm 
測定精度 （0.5+2.5L/150）μm 
         L＝測定長(mm) 
○Ｚ軸ステージ（粗動位置決め用） 
測定範囲 120mm 

最小送り量 0.1μm/step 
○ 顕微鏡部 
対物レンズ  10X,50X,100X 

電動レボルバー式 

  ＣＣＤカメラ １／２インチカラー 

照明方式   明視野落射照明装置 
 

○ オートフォーカス部 
測定範囲 10mm 
測定分解能 0.001μm 
測定再現性 σ=0.01μm 
測定精度  （0.1+0.3L/10）μｍ 
           L=測定長(mm) 
フォーカス速度 0.4mm/sec（最大値） 
フォーカスエリア約1μm（100 倍） 
使用レーザー 半導体レーザー 

λ＝635nm 
レーザー出力 1mW 以下(ClassⅡ) 

○ 制御部 
ユーザーインターフェイス 
  ：パーソナルコンピューター 
OS： Windows2000 

ステージドライバー：ＭＤ－３８ＳＰ 
ＡＦコントローラー：ＭＡＦ９８ＳＰ 
 

○ 標準ソフトウエア 
アライメント機能  基準面作成 
円測定  エッジ検出  溝幅測定 
曲率測定  高さ測定  点測定  
マニュアルコントロール 
三次元／断面形状測定 
三次元／断面形状表示 
粗さ演算 
マクロティーチング機能 
ファイル管理 

○ オプションソフトウエア 
非球面評価ソフト 
断面形状評価ソフト 
画像処理ソフト：ミタカビューアー 
○ その他オプション 
ノマルスキー微分干渉観察 
６インチ自動Θステージ 
ウェハホルダー 
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①モニターTV 
②コンピュータ 

③装置本体 
④恒温カバー 
⑤エアー除振台 
 
 

装置重量：320kg 
消費電力：500W  (100V5A) 

供給エアー：5kgf/cm２ 

 

ナナノノレレベベルルのの表表面面粗粗ささかかららミミリリオオーーダダーーのの形形状状ををダダイイレレククトト計計測測  

 非球面金型の表面粗さ測定  

 形状誤差 ＰＶ＝０．２μｍ ＲＭＳ＝０．０３μｍ 

 １インチ基準球測定結果  

装置外観図 


